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报告摘要
电子特气为半导体制造关键材料，被称为“芯片血液”

• 电子特气广泛应用于集成电路、显示面板、半导体照明、光伏等行业。集成电路制造涉及上千道工序，工艺极其复

杂，需使用上百种电子特种气体。从半导体市场构成来看，电子特气为晶圆制造过程中的第二大耗材，占比接近

14%，仅次于硅片。

下游三大需求领域强力驱动，中国电子特气市场规模高速增长

• 电子特气下游三大领域齐头并进，半导体制造伴随AI技术发展与日俱增，显示面板在下游消费电子逐步复苏下稳步

增长，光伏光纤需求稳健增长。电子特气行业市场空间广阔，市场规模有望保持高速增长。

• 需求方面，下游Fab厂的逆周期扩产将会为电子特气带来需求的持续增长。政策方面，《中国制造2025》提出了我

国70%的核心基础零部件以及关键基础材料需实现自主保障的规划，为电子特气国产化提供了政策指导和支持。预

计中国电子气体市场有望迎来加速发展。市场规模有望从2024年的195亿元提升至2030年的708亿元，尤其是电子特

气的市场规模将快速提升至420亿元。

从光伏辅料到硅碳负极、光纤核心原料，硅烷材料有望迎来新机遇

• 硅烷凭借其独特的“气体”和“含硅”特性，是最重要的高纯硅源之一，主要应用于半导体微电子薄膜制备，同时

还用于硅基层低温外延、选择外延、异质外延，以及化合物半导体器件如砷化镓、碳化硅合成等。未来硅碳负极等

新应用的扩散有望带动国内硅烷气需求持续增长。高纯四氯化硅因为副产物的属性决定了该产品扩产较难，光纤需

求大幅增加导致行业阶段性供应紧张。
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1.工业气体可分为大宗气体和特种气体

图表1：大宗气体应用领域

Ø工业气体广泛应用于现代工业的各个领域，根据其纯度和用量大小可以分为大宗气体和特种气体两

类。大宗气体指大批量用于工业生产制造，纯度小于等于99.99%（4N）的气体；根据制备方式的不

同可分为空分气体和合成气体。特种气体是指那些在特定领域中应用的，对气体有特殊要求的纯气，

高纯气或由高纯单质气体配制的二元或多元混合气，特种气体可分为标准气体、高纯气体（电子大

宗气体）和电子特气。

资料来源：前瞻产业研究院、亿渡数据，太平洋证券



请务必阅读正文之后的免责条款部分                                                                          守正 出奇 宁静 致远

2.大宗气体对纯度要求较低，可分为空分气体和合成气体

图表2：工业气体分类

Ø空气气体指利用空气分离设备，从空气中分离出来的工业气体（广义上衍生为通过物理反应分离的

工业气体），主要通过分离空气或工业废气制取。空气气体主要包括氧气、氮气、氩气等，在空气

中的体积占比分别为20.95%、78.08%、0.93%。合成气体指通过化学反应制取的工业气体，包括乙

炔、氨气、二氧化碳等。

Ø大宗气体是现代工业的重要基础原料，广泛应用于国民经济众多领域。目前，大宗气体消耗最多的

行业是冶金和化工行业。新能源、半导体、电子信息、生物医药、新材料等多个产业的快速发展，

也促进了大宗气体应用领域的延伸。

资料来源：亿渡数据，太平洋证券

应用领域 冶金 石油 机械加工 食品行业 环保行业 医疗行业 化肥

空
分
气
体

氧气 √ √ √ √ √ √

氮气 √ √ √ √ √

氩气
√ √

合
成
气
体

二氧
化碳

√ √ √ √ √

乙炔 √ √ √

氨气 √ √
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3.电子气体包括电子特种气体和电子大宗气体

图表3：电子气体主要分类 图表4：电子特气应用领域

资料来源：金宏气体招股书，太平洋证券

Ø电子气体包括电子特种气体和电子大宗气体，是集成电路、显示面板、半导体照明、光伏等行业

生产制造过程中不可或缺的关键性材料。

资料来源：中船特气招股说明书，太平洋证券

类别 用途 主要产品

电子特种气体

化学气相沉积(CVD)

氨气、氦气、氧化亚氮、TEOS(正硅酸乙酯)、
TEB(硼酸三乙酯)、TEPO(磷酸三乙酯)、磷化
氢、三氟化氯、二氯硅烷、氟化氮、硅烷、
六氟化钨、六氟乙烷、四氯化钛、甲烷等

离子注入
氟化砷、三氟化磷、磷化氢、三氟化硼、三
氯化硼、四氟化硅、六氟化硫、氙气等

光刻胶印刷 氟气、氦气、氪气、氖气等

扩散 氢气、三氯氧磷等

刻蚀
氦气、四氟化碳、八氟环丁烷、八氟环戊烯、
三氟甲烷、二氟甲烷、氯气、溴化氢、三氯

化硼、六氟化硫、一氧化碳等

掺杂
含硼、磷、砷等三族及五族原子之气体,如三
氯化硼、乙硼烷、三氟化硼、磷化氢、砷化

氢等

电子大宗气体 环境气、保护气、载体 氮气、氧气、氩气、二氧化碳等
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4.集成电路制造涉及百种电子特种气体

图表5：电子特种气体在集成电路工艺中的应用

Ø电子特种气体是集成电路制造所必需的支撑性材料，广泛应用于光刻、刻蚀、成膜、清洗、掺杂、

沉积等工艺环节，对于纯度、稳定性、包装容器等具有较高的要求，被誉为半导体行业的“粮食”

和“血液”。集成电路制造涉及上千道工序，工艺极其复杂，需使用上百种电子特种气体。

资料来源：中船特气招股说明书，太平洋证券
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5.电子特气广泛应用于集成电路、显示面板等领域

图表6：不同应用领域电子特气的分类 图表7：电子特气应用于晶圆制造各个环节

资料来源：金宏气体招股书，太平洋证券

Ø在电子气体在集成电路制造中，根据不同工艺，可分为掺杂用气体、离子注入气、清洗用气、刻蚀用

气体和光刻气；在显示面板生产中，主要工艺分为清洗、刻蚀和薄膜沉积，其中用于CVD在玻璃基板上

沉积二氧化硅薄膜所使用的特种气体，主要为三氟化氮、硅烷、磷烷、超纯氨气等；在光伏电池生产

中，主要工艺为扩散、薄膜沉积和刻蚀等，其中用于扩散工艺的主要气体为三氯氧磷和氧气。

资料来源：中船特气招股说明书，太平洋证券

应用领域 工艺 主要产品

集成电路

清洗、刻蚀

三氟化氮、六氟乙烷、八氟丙烷、八氟环
丁烷、六氟丁二烯、氟化氢、氯化氢、氧
氦、氯气、氟气、溴化氢、六氟化硫等

成膜
六氟化钨、四氟化硅、乙炔、丙烯、氘气、

乙烯、硅烷、氧氩混合气、氘代氨等

光刻 氟氪氖、氪氖等混合气

离子注入 砷烷、磷烷、四氟化锗、三氟化硼等

其他
六氯乙硅烷、六氯化钨、四氯化钛、四氯

化铪、四乙氧基硅等

显示面板 成膜、清洗
三氟化氮、硅烷、氨气、笑气、氧氩混合

气、氯化氢氢氖混合气等

发光二级管 外延 砷烷、磷烷、三氯化硼、氨气等

光伏
扩散、薄膜、沉

积、刻蚀

三氟化氮、硅烷、氨气、四氟化碳等
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6.电子特气行业壁垒较高，属于典型的技术密集型行业

图表8：电子特气行业壁垒

Ø电子气体应用广泛，对技术要求很高，对于气源及其供应系统有着苛刻的要求，属于典型的技术密

集型行业。技术壁垒、认证壁垒、资质壁垒是最重要的行业壁垒。

资料来源：金宏气体招股说明书，太平洋证券

壁垒分类 具体内容

技术壁垒
特种气体在其生产过程中涉及合成、纯化、混合气配制、充装、分析检测、气瓶处理等多项工艺技术，以及客户对纯度、精
度等的高要求，对行业的拟进入者形成了较高的技术壁垒。

认证壁垒
作为关键性材料，特种气体的产品质量对下游产业的正常生产影响巨大，因此，对极大规模集成电路、新型显示面板等精密
化程度非常高的下游产业客户而言，对气体供应商的选择极为审慎、严格。

资质壁垒

工业气体属于危险化学品，在其生产、储存、运输、销售等环节均需通过严格的资质认证，需要取得多项资质。资质审核过
程严格，不仅需对企业的生产环境、工艺、设备等进行多次现场评估，还要求生产人员、管理人员均需通过相应测试并取得
个人资质，资质获取作为工业气体行业生产经营的前置程序。除此以外，部分特定用途的特种气体还需要另外经过专项严格
审核才可取得相应用途的产品经营资质，例如食品级N2O的生产需取得《食品生产许可证》，标准气业务需取得《制造计量
器具许可证》等。

资金壁垒
工业气体行业生产设施要求较大规模的固定资产投入，同时为了保证产品质量的稳定性，需要采用大量精密监测和控制设备。
行业内企业在扩大业务规模的过程中，往往通过兼并收购的方式横向布局，需要较强的资本实力。气体供应商需要有专业的
运输设备和特种运输车辆，还需要对运输的全过程等进行跟踪监测和严格控制，由此带来的运输及监控设备投入也比较大。

市场壁垒
气体行业的下游绝大部分客户是专业生产厂家，并非终端消费产品，因此难以通过广告等常规营销手段在短期内建立市场品
牌。下游客户对气体产品的质量、品牌和服务的认同需要建立在长期合作的基础上。

人才壁垒 工业气体行业企业的研发生产运营需要大批专门人才。
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1.电子特气主要应用于集成电路，半导体耗材中仅次于硅片

图表9：电子特气下游应用结构 图表10：半导体材料市场的构成

资料来源：360researchreports，观研天下，太平洋证券

Ø从全球来看，电子特种气体应用于集成电路行业的需求占市场总需求的60%，而我国电子特种气体应

用于集成电路行业的需求占比为42%，主要原因在于我国的集成电路产业相较于先进市场起步稍晚。

Ø从半导体市场构成来看，电子特气为晶圆制造过程中的第二大耗材，占比13%，仅次于硅片。电子特

气广泛应用于光刻、蚀刻、成膜、清洗、掺杂、沉积等工艺环节，产品的性能、成品率、集成度等方

面均具有重要影响。

资料来源：SEMI，太平洋证券
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2.国内外半导体材料市场规模持续上升

图表11：2025年全球半导体材料市场规模 图表12：2025年分地区半导体材料市场规模

资料来源：SEMI，太平洋证券

Ø受益于5G、人工智能、消费电子、汽车电子等领域的需求拉动，全球半导体材料市场规模持续增长。

根据SEMI数据，2025年全球半导体材料市场规模升至 732 亿美元，同比增长6.8%。其中，晶圆制造

材料营收同比提升 5.4% 至 458 亿美元；封装材料营收同比提升 9.3% 至 274 亿美元。

Ø中国大陆半导体材料市场规模稳居第二位。根据SEMI数据，2025年中国大陆市场规模约为156亿美元，

同比提升12.5%。

资料来源：SEMI，太平洋证券
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3.逻辑与存储芯片占半导体市场份额比重超过50%

图表13：半导体市场中逻辑与存储芯片市场占比超过50%

Ø集成电路简称IC，是采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容等元件集成在半导

体晶圆上，成为具有所需电路功能的微型结构，占全球半导体市场份额的83%。

Ø集成电路可进一步细分为承担计算功能的逻辑芯片、承担存储功能的存储芯片，承担传输与能源供

给功能的模拟芯片以及将运算、存储等功能集成于一个芯片之上的微控制单元（MCU）。逻辑芯片

与存储芯片合计占比超过50%。而非集成电路半导体元件（分立器件、光电子器件、传感器）的市

场份额占半导体总体市场份额的17%。

Ø常见的逻辑芯片有CPU（中央处理器）、GPU（图像处理器）、ASIC（专用处理器）与FGPA（现场可

编程门阵列）。

资料来源：WSTS，太平洋证券
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4.DRAM与NAND Flash占据了存储芯片95%以上的市场份额

图表14：半导体存储器主要分类与头部企业 图表15：存储器细分市场份额占比

资料来源：华经产业研究院，太平洋证券

Ø存储芯片，又称半导体存储器，是以半导体电路作为存储媒介的存储器，用于保存二进制数据的记忆

设备。存储芯片按照断电后数据是否丢失，可分为易失性存储芯片和非易失性存储芯片，易失性存储

芯片常见的有DRAM和SRAM；非易失性存储芯片常见的是NAND闪存芯片和NOR闪存芯片。

Ø从存储芯片细分产品来看，目前DRAM和NAND Flash占据了存储芯片95%以上的市场份额，根据IC 

Insights的数据，DRAM约占整个存储市场的53%，NAND闪存占比达44%。

资料来源：IC Insights，中商产业研究院,太平洋证券

分类 用途 全球头部企业 大陆头部企业

DRAM
用于处理器直接通讯，主
要应用于手机、PC或服务

器上的内存模组

三星、SK海力士、
美光、南亚、华邦

合肥长鑫、福建晋华、
紫光集团

NAND Flash
主要存储器，应用于手机

和SSD

三星、铠侠、西数、
美光、SK海力士、

英特尔
长江存储

NOR Flash

代码型闪存存储器，适合
存储内容较少的执行代码，
常用于系统启动代码的存

储

华邦、旺宏、兆易
创新、美光、赛普

拉斯
兆易创新

EEPROM
稳定耐用的数据存储器，
广泛应用于手机摄像头模

组与可穿戴设备等

意法半导体、微芯、
安森美、聚辰股份

聚辰股份、上海复旦

SRAM
用于CPU内部的一级缓存以

及内置的二级缓存
赛普拉斯、来扬、

瑞萨半导体
-

DRAM NAND Flash NOR Flash 其他
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5.全球存储芯片市场整体呈寡头垄断态势

图表16：全球存储芯片市场份额

Ø全球DRAM市场中三星、SK海力士、美光市场份额分别达到42.71%、29.27%、22.52%；

ØNAND Flash经过几十年的发展，已经形成了由三星、铠侠、西部数据、美光、SK海力士、英特尔

六大原厂组成的稳定市场格局。

资料来源：TrendForce CINNO Research，前瞻产业研究院，太平洋证券

DRAM NAND FLASH NOR FLASH

三星
43%

SK海力
士
29%

美光
23%

其他
5%

三星
33%

铠侠
19%

西部数
据
15%

美光
11%

SK海力
士
11%

英特尔
10%

其他
1%

华邦
25%

旺宏
22%

兆易创
新
16%

赛普拉
斯
11%

美光
4%

普冉股
份…

其他
19%
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6.全球人工智能产业加速发展，带动AI芯片快速增长

图表17：人工智能发展呈现螺旋上升趋势
Ø人工智能发展经历60余

年，不断演进呈现出螺

旋形的上升运动。人工

智能发展离不开算法、

算力与数据三大要素，

而伴随4G、5G基础网络

通讯设施的建设，全球

有天文数字级别的人、

设备、传感器被连接，

产生海量的数据，滋养

人工智能发展进入黄金

时代。自2022年下半年

以ChatGPT为代表的颠

覆性AI应用出现，标志

着人工智能领域的重大

突破，引发全球高度关

注，有望打开半导体材

料市场的广阔空间。
资料来源：太平洋证券整理

（1）60年代：美国在
机器学习领域出现了
“跳棋程序”，并于
1959-1962年打败了它
的设计师Samuel与州跳
棋冠军；
在模式识别领域，1956
年研发了第一个字符识
别程序，于1967年升级
至专家级水准

（2）70年代十年寒冬：Samuel设计的程
序没有突破，机器翻译领域无法理解NLP；
美国政府和基金大幅削减AI领域研究经费

（3）80年代日本：卡
耐基梅隆大学为日本
DEC设计的XCON专家规
则系统，具备2500条
规则，可解决某一领
域问题，为公司节省
数千万美元

（4）二次危机：专家系统
通用性较差；维护复杂；经
费缩减

（5）深度学习算法体系
初建：
1989年杨立坤CNN；
1992年李开复Casper；
1997年IBM深蓝战胜国际
象棋冠军；
1997年LSTM（语音识别
+OCR）

（6）21世纪算力+数据极大
发展：
2006年AWS商用，为深度学习
算力提供大规模算力；
2007年李飞飞开发世界上最
大的图像识别数据集
ImageNet；
2014年4G网络海量增长；
2019年5G网络+VR/AR广泛应
用
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6.全球人工智能产业加速发展，带动AI芯片快速增长

图表18：全球人工智能产业规模 图表19：AI芯片不同种类

资料来源：中国信通院，太平洋证券

ØAI芯片专门用于处理人工智能相关的计算任务，其架构针对人工智能算法和应用进行专门优化，具有

高效处理大量结构化和非结构化数据的特征，可高效支持视觉、语音、自然语言处理等智能处理任务。

当前AI芯片主要涉及GPU、FPGA、TPU、IPU、DPU、NPU等类别。

Ø伴随各国大力支持人工智能产业发展，相关新兴应用不断落地，根据中国信通院发布的《全球数字经

济发展研究报告（2025年）》，2025年全球人工智能市场规模达到2545亿美元，行业快速增长。

资料来源：尚普咨询，太平洋证券

AI芯片 GPU FPGA ASIC 类脑芯片

定制化程度 通用型 半定制化 定制化 模拟人脑

可编辑性 不可编辑 容易编辑 难以编辑 不可编辑

编程语言/架
构

CUDA/OpenCL等
Verilog/VHDL等
硬件表述语言、
OpenCL、HLS

- 较为困难

单精度浮点峰
值运算能力

8.74TFLOPS
（秒点运算次

数）
1.8TFLOPS 452G0PS -

功耗 300W 30W 485mW -

应用场景
深度学习训练、

数据中心

硬件平台加速、
数据中心、云端
深度学习推断

人工智能平台、
智能终端

目前处于实
验室研发阶
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图表21：显示面板制作生产工艺（以TFT-LCD为例）

Ø显示面板主要技术包括液晶显示（LCD，一般又分为

TN/STN/TFT三种类型）、等离子显示（PDP）与有机

发光二极管显示（OLED）等。其中，TFT-LCD工艺制

程成熟，是目前主流的平面显示器，制程可具体分为

阵列制程-组立制程-模组制程三个步骤。

Ø电子特气为显示面板生产中不可或缺的关键性原材料，

应用于显示面板电子特气种类众多，主要有三氟化氮、

硅烷、六氟化硫等。

资料来源：Jembo,太平洋证券

7.显示面板市场规模持续提升，电子特气需求稳步增长
图表20：人工智能发展呈现螺旋上升趋势

资料来源：中国知网，太平洋证券

制造工艺 工艺制程 使用气体

TFT-LCD
成膜

三氟化氮、氩气、硅烷、氨气、磷化氢、一氧化
二氮

干刻蚀 四氟化碳、氧气、氯气

LED
外延片制造 氢气、氮气、氨气、磷化氢、砷化氢

芯片刻蚀 三氯化硼、氯气



请务必阅读正文之后的免责条款部分                                                                          守正 出奇 宁静 致远

7.显示面板市场规模持续提升，电子特气需求稳步增长
Ø在显示技术持续创新，占应用领域进一步拓展以及智能终端产品加速渗透的共同驱动下，占全球显示

面板行业快速发展。2020-2024年全球显示面板行业市场规模从10411亿元增长至13272亿元，占年均复

合增长率达6.3%。估计2025年全球显示面板行业市场规模达到14124亿元。

Ø中国已成为全球最大的显示面板生产国。估计2025年中国新型显示全产业链市场规模达到7200亿元，

占全球市场的50%以上。

图表22：全球显示面板市场规模

资料来源：中商产业研究院，太平洋证券

图表23：中国显示面板市场规模

资料来源：中商产业研究院，太平洋证券
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图表25：全球光伏新增装机量

Ø在太阳能电池的制造中，特种气体具体应用于P/N半

导体的制造、扩散工艺和化学气相沉积技术等方面。

Ø全球光伏行业保持持续较快增长。根据国际能源署

IEA数据，2025年全球光伏系统新增装机容量698GW，

同比提升15.95%，中国光伏新增装机量达到415GW，

同比提升16.25%。

资料来源：IEA，太平洋证券

8.光伏行业增长确定性高，带动电子特气需求提升
图表24：光伏电池生产用电子特气

资料来源：李东升《特种气体在电子行业中的应用》，太平洋证券

制造工艺 工艺制程 使用气体

晶体硅电池片

扩散 三氯氧磷、氧气

刻蚀 四氟化碳

减反射膜PECVD 硅烷、氨气

薄膜电池片
LPCVD沉积制造TCO 二乙基锌、乙硼烷

PECVD 硅烷、磷化氢、氢气、甲烷

图表26：中国光伏新增装机量

资料来源：IEA，太平洋证券
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9.中国电子特气市场规模快速增长

图表27：全球电子特气市场规模 图表28：中国电子特气市场规模

资料来源：亿钶气体招股说明书,太平洋证券

Ø电子特气下游三大领域齐头并进，半导体制造伴随AI技术发展与日俱增，显示面板在下游消费电子逐

步复苏下稳步增长，光伏电池受行业政策红利拉动影响快速提升。电子特气行业市场空间广阔，市场

规模有望保持高速增长。

Ø根据TECHCET数据，2024年全球电子气体的市场规模约75.2亿美元。2025年估计增长至80.6亿美元，

同比增长7.2%。其中，电子特气、电子大宗气体的市场规模分别为60.2亿美元、20.4亿美元。我国电

子气体市场规模2024年为195亿元，其中电子特气、电子大宗气体的市场规模分别为98亿元、97亿元。

资料来源：亿钶气体招股说明书,华经产业，太平洋证券
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10.电子特气国产替代不断加速

图表29：未来中国电子气体市场展望 图表30：电子特气国产替代率

资料来源：中国电子材料行业协会，大象研究院，太平洋证券

Ø在多方因素的驱动下，国产电子特气的替代进程已进入放量加速的初始阶段。需求方面，下游Fab厂

的逆周期扩产将会为电子特气带来需求的持续增长。政策方面，《中国制造2025》提出了我国70%的

核心基础零部件以及关键基础材料需实现自主保障的规划，为电子特气国产化提供了政策指导和支持。

Ø预计中国电子气体市场有望迎来加速发展。市场规模有望从2024年的195亿元提升至2030年的708亿元，

尤其是电子特气的市场规模将快速提升至420亿元。

资料来源：中商情报网，太平洋证券
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1. 电子特气为半导体制造关键材料，被称为“芯片血液”

2. 下游三大需求领域强力驱动，中国电子特气市场规模

高速增长

3. 从光伏辅料到硅碳负极、光纤核心原料，硅烷材料

有望迎来新机遇

4. 投资建议和风险提示

目录
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1.硅烷：最重要的高纯硅源之一

图表31：硅烷分类 图表32：硅烷气歧化法制备流程图

资料来源：硅烷科技招股说明书，太平洋证券

Ø硅烷（Silane）是一类由硅和氢组成的化合物。最简单的硅烷是甲硅烷（SiH₄ ）。硅烷凭借其独特

的“气体”和“含硅”特性，被誉为“流动的纯净硅”，是最重要的高纯硅源之一，主要应用于半导

体微电子薄膜制备，同时还用于硅基层低温外延、选择外延、异质外延，以及化合物半导体器件如砷

化镓、碳化硅合成等，涉及光伏、半导体、电池硅碳负极材料、显示面板、光纤等多个重要产业。

Ø工业制备硅烷的主流工艺路线包括歧化法、硅镁法、流化床法（FBR）三大类。歧化法是当前行业应

用最广泛的工艺路线，核心技术路线是将三氯氢硅歧化制备出硅烷，再通过多级吸附、催化、膜分离、

精馏等提纯环节，制备出高纯度硅烷产品。

资料来源：硅烷科技招股说明书，太平洋证券

产品等级 纯度标准 核心应用场景

工业级 ≥99.9%
主要用于低端光伏铝浆料、树脂助剂、橡

胶填料等领域，对杂质含量要求相对宽松

电子级 ≥99.999%（5N）
主流应用场景为光伏电池、显示面板制造，

是目前市场需求量最大的高端品类

半导体级 ≥99.9999%（6N）
核心供应晶圆制造、先进封装场景，部分

先进制程要求杂质含量控制在 ppb 级

半导体级高纯 ≥99.99999%（7N）

仅用于 7nm 及以下逻辑芯片、128 层及以

上 3D NAND 等高端制程，市场供应壁垒极

高
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2.硅烷：半导体、光伏、电池等行业快速发展，拉动硅烷需求增长

图表33：全球硅烷气市场规模 图表34：2025年全球不同级别硅烷市场份额

资料来源：dataintelo，太平洋证券

Ø电子级硅烷和工业级硅烷是硅烷应用的主要领域，分别占下游市场的48%和39%。

Ø受益于全球半导体、太阳能光伏和平板显示行业需求持续增长，叠加在电池硅碳负极、光纤等领域的

新增需求，预计全球硅烷气体市场规模有望从2025年的38亿美元提高到2034年的71亿美元，复合年增

长率将达到7.2%。

资料来源：dataintelo，太平洋证券
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3.硅烷：国内产能扩张迅速，价格大幅回落

图表35：我国硅烷市场平衡表（单位：吨/年） 图表36：主要硅烷生产企业产能情况

资料来源：硅烷科技公告，太平洋证券

Ø近几年我国硅烷产能持续扩张，但因硅碳负极等新兴需求增速不及预期，导致我国硅烷行业阶段性出

现供过于求。

Ø随着产能扩张，硅烷价格持续下滑，2022年均价约19.52万元/吨，2023年前三季度上升至24.44万元/

吨的高位，2024年以来，受下游光伏行业调整叠加供给端扩产双重影响，价格大幅回落，到2025年，

硅烷价格继续下探。受此影响，硅烷科技的综合毛利率从2023年的39.06%降至2025年的-2.53%。

资料来源：公司公告，太平洋证券

项目（吨/年） 2023年末 2024年末 2025年末

硅烷科技产能 2,200 5,000 6,100

兴洋科技产能 3,000 3,000 3,000

中宁硅业产能 4,000 4,000 4,000

天宏瑞科产能 500 4,000 6,000

现有企业产能合计 9,700 16,000 19,100

新增企业产能 — 2,500+ 12,500+

行业产能合计 9,500+ 18,500+ 31,600+

传统下游需求量 11,024.71 15,185.98 21,047.73

新增应用需求 1,340 1,500 1,500

行业需求合计 12,364.71 16,685.98 22,547.73

企业 现有产能 规划/在建产能

硅烷科技 6,100吨/年

兴洋科技 3,000吨/年 在建8,000吨/年

中宁硅业（多氟多） 4,000吨/年 在建5,000吨/年

天宏瑞科（陕西有色） 6,000吨/年

和远气体 5,000吨/年 规划15,000吨/年

晟皓新材料（宜昌） 在建一期15,000吨/年

项目（吨/年） 2023年末 2024年末 2025年末
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4.高纯四氯化硅：主要用于光纤和半导体生产的高端材料

图表37：高纯四氯化硅分类 图表38：四氯化硅的纯化路径

资料来源：华经产业研究院，太平洋证券

Ø四氯化硅是以三氯氢硅为原料生产多晶硅过程的一种重要副产物。

Ø四氯化硅按纯度可以分为工业级四氯化硅与高纯四氯化硅。按照下游需求可以分为半导体级（VAD级、

OVD级、PCVD级等）四氯化硅和电子级四氯化硅。半导体级四氯化硅主要用于生产光纤预制棒；电子

级四氯化硅是一种高端半导体用电子化学品，主要用于薄膜沉积与蚀刻工艺，目前主要依靠进口。

资料来源：三孚股份，太平洋证券

分类 纯度 应用 工艺

VAD级 9N 主要用于生产光纤预制棒
光纤四氯化硅的制备方法主要包
括精馏法、吸附法、部分水解法、

络合法、光氯化法等。

OVD级 9N 光纤预制棒外包层 /

PCBD级 9N
光纤预制棒芯层（金属离子

含量更低）

生产工艺主要有光氯化法和等离
子体法。其中等离子体法属于德
固赛专利技术，有极高的技术壁

垒

电子级 6N-9N

硅外延片只做中用作硅源前
驱体；合成IC制造中正硅酸
乙酯的原料，铝刻蚀的刻蚀

剂，用于保护膜生成

/

光
催
化
部
分

精
馏
部
分

原料
四氯化硅

氯气

精馏
原料

光纤级四氯化硅

普通四氯化硅

4N四氯化硅
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5.高纯四氯化硅：副产物的属性决定了扩产较难

图表39：改良西门子法制备三氯氢硅和四氯化硅工艺流程 图表40：改良西门子法中四氯化硅的生产和循环利用路径

资料来源：三孚股份，太平洋证券

Ø四氯化硅的主流来源是以三氯氢硅为原料通过改良西门子法制备多晶硅过程中的副产物。三氯氢硅是

卤硅烷体系中最重要的中间体，主要用于多晶硅、硅烷、硅烷偶联剂的生产。

Ø高纯四氯化硅作为三氯氢硅/多晶硅体系副产物的属性，意味着行业供给必须依附于上游氯硅烷体系、

精馏提纯能力、危化品审批进度以及下游验证节奏共同释放。

资料来源：三孚股份，太平洋证券
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图表41：光纤预制棒示意图 图表42：国内主要高纯四氯化硅生产企业产能情况

资料来源：长飞光纤，太平洋证券

Ø数据中心用光纤需求大幅增加。光纤预制棒由芯棒、包层和把手组成，其中真正决定通信性能的是芯

棒及其周边包覆结构。当前芯棒制备中的硅源主要来源于高纯四氯化硅。随着AI场景向超低损耗、多

芯等高端光纤产品升级，将拉动高纯四氯化硅的需求持续快速增长。

Ø目前，国内除了长飞光纤、中天科技等光纤企业有部分自备产能，高纯四氯化硅的供应主要由三孚股

份、武汉新硅等企业承担。

资料来源：公司公告,太平洋证券

6.高纯四氯化硅：光纤需求增加导致行业阶段性供应紧张

企业/主体 已有产能 备注

三孚股份 3.0万吨/年 6N及9N级产品，主要供应商

武汉新硅 3.0万吨/年 主要供应商

洛阳中硅高科 约1.0万吨/年

长飞光纤自供 约1.0万吨/年 自备产能

中天科技自供 约1.5万吨/年 自备产能

全国合计 不超过10万吨/年
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投资建议

中国电子特气市场快速增长，看好行业未来的长期发展

• 全球人工智能产业加速发展，自2022年下半年以ChatGPT为代表的颠覆性AI
应用出现，标志着人工智能领域的重大突破，有望打开半导体材料市场的广
阔空间；在显示技术持续创新、应用领域进一步拓展以及智能终端产品加速
渗透的共同驱动下，全球显示面板行业快速发展；光伏行业增长确定性高，
带动电子特气需求持续提升。主要下游应用的快速发展，有望推动特气行业
市场规模不断扩大。

从光伏辅料到硅碳负极、光纤核心原料，硅烷材料有望迎来新机遇

• 硅烷凭借其独特的“气体”和“含硅”特性，是最重要的高纯硅源之一，主
要应用于半导体微电子薄膜制备，同时还用于硅基层低温外延、选择外延、
异质外延，以及化合物半导体器件如砷化镓、碳化硅合成等。另外，未来硅
碳负极等新应用的扩散有望带动国内硅烷气需求持续增长。

• 高纯四氯化硅因为副产物的属性决定了该产品扩产较难，光纤需求大幅增加
导致行业阶段性供应紧张。
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风险提示

n 行业竞争加剧；

n 下游需求不及预期；

n 技术突破不确定因素高；

n 产品验证不及预期等。
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投资评级说明

1、行业评级

看好：预计未来6个月内，行业整体回报高于沪深300指数5%以上；

中性：预计未来6个月内，行业整体回报介于沪深300指数-5%与5%之间；

看淡：预计未来6个月内，行业整体回报低于沪深300指数5%以下。

2、公司评级

买入：预计未来6个月内，个股相对沪深300指数涨幅在15%以上；

增持：预计未来6个月内，个股相对沪深300指数涨幅介于5%与15%之间；

持有：预计未来6个月内，个股相对沪深300指数涨幅介于-5%与5%之间；

减持：预计未来6个月内，个股相对沪深300指数涨幅介于-5%与-15%之间；

卖出：预计未来6个月内，个股相对沪深300指数涨幅低于-15%以下。

太平洋证券股份有限公司

云南省昆明市盘龙区北京路926号同德广场写字楼31楼
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